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보도시점 2024. 5. 30.(목) 배포 2024. 5. 30.(목)

17조원의 반도체 대출 프로그램 규모는 
업계와 소통을 통해 결정하였음

<보도 주요 내용>

  5.30.(목) 한겨레 ｢반도체 중견기업에 17조 대출? 수요 파악 않고 규모만 

앞세웠나｣ 보도에서는 정부가 내놓은 17조원 규모 반도체 대출 프로그램이 

국내 반도체 산업 내 대출 수요 대비 지나치게 크다고 언급하며, 실질적으로 

국내에서 전체 수요처를 찾기 어려울 것이라고 보도했습니다.

<동 보도 내용에 대한 입장>

  17조원 반도체 대출 프로그램의 조성 규모는 업계와 소통을 통한 수요에 

기반해 결정한 것입니다. 소부장ㆍ팹리스 등을 포함한 관련 기업 전체를 

대상으로 지원하고, 실제 대출실적 등을 고려해 다년도에 걸쳐 조성ㆍ공급할 

계획입니다. 구체적 출자방식 등 세부 방안은 6월 중 확정할 예정입니다.
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